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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月8日(2008.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバイスに対して同じ検査領域か
ら得られた欠陥情報を得て、前記得られた欠陥情報から繰り返し発生する欠陥を認識する
ことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のパターン検査装置において、前記複数の半導体デバイスから得られた
前記欠陥情報のうち、少なくとも一つの前記半導体デバイスについては前記検査領域の全
体から前記欠陥情報を得て、それ以外の前記半導体デバイスについては前記全体から得ら
れた欠陥情報にある欠陥が発生した位置の近傍の部分を検査して前記欠陥情報を得ること
を特徴とするパターン検査装置。
【請求項３】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
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　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　複数の前記エッジを用いる検査に適した前記基準パターンを、前記データを成す線分の
幾何学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分同士の関係を使用して抽出す
ることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のパターン検査装置において、前記複数の前記エッジを用いる検査とし
て、直線形状パターンの線幅検査、スペース幅検査、平均線幅検査、平均スペース幅検査
、曲線形状パターンの線幅検査、スペース幅検査、平均線幅検査、平均スペース幅検査、
もしくは切断・短絡検査のうち少なくとも一つであることを特徴とするパターン検査装置
。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載のパターン検査装置において、前記基準パターンを前記
データから抽出する手段が、検査時の工程に関する前記データの多角形と前記検査時の工
程に関連する工程に関する前記データの多角形との論理演算の結果を使用することを特徴
とするパターン検査装置。
【請求項６】
　請求項３ないし請求項５のいずれか１項に記載のパターン検査装置において、前記エッ
ジとは異なった方向に前記エッジを検出することにより切断もしくは短絡した欠陥である
か検査することを特徴とするパターン検査装置。
【請求項７】
　請求項３ないし請求項６のいずれか１項に記載のパターン検査装置において、前記検査
対象パターン画像を得る走査型顕微鏡を具備し、前記走査型顕微鏡は前記複数の前記エッ
ジを用いる検査に適した前記基準パターンに対応する部分およびその近傍のみを走査する
ことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項８】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　検査パラメータもしくは検査評価値が検査時の工程に関する前記データの多角形と前記
検査時の工程に関連する工程に関する前記データの多角形との論理演算の結果を使用して
得られることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項９】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データに付加された補正パターンおよび前記データから線分もしくは曲線で表現さ
れた基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査対象パターンが形成された試料に形成されてはならない前記補正パターンを検
査する場合に、前記補正パターンから生成された前記基準パターンと前記検査対象パター
ン画像のエッジを対応づけることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１０】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
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て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　分割された検査領域ごとに統計量を求めて、前記統計量を分布図として表示することを
特徴とするパターン検査装置。
【請求項１１】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査対象パターン画像の生成直後における前記検査対象パターン画像の歪量の検出
により、前記基準パターンおよび前記検査対象パターン画像の少なくとも一つが補正され
ることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１２】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段は、予め前記検査対象パターン画像の歪
量を求めておき、前記歪量を用いて、前記検査対象パターン画像を補正することを特徴と
するパターン検査装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のパターン検査装置において、前記画像歪量として、非線形画像歪量
または画像位置に依存する線幅の変動量であることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１４】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査してパターン変形量を求める検査
手段とを備え、
　前記パターン変形量を大域的パターン変形量と局所パターン変形量に分離することを特
徴とするパターン検査装置。
【請求項１５】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
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　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段は、複数回検査されるべき分割された検
査領域を決定し、前記複数回検査されるべき分割された検査領域を検査して検査結果を得
た後に、検査中に前記複数回検査されるべき分割された検査領域から再度前記検査結果を
得て、前記予め得た検査結果と前記再度得られた検査結果を使って前記検査対象パターン
画像の時間的変動を補正することを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１６】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　欠陥種を前記基準パターンの幾何学情報、前記データの情報、もしくは前記データに関
連するデータの情報を使って決定することを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１７】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　欠陥画像の最大登録数を欠陥種ごとに持ち、新たな前記欠陥画像が検出された場合、新
たな前記欠陥画像が属する前記欠陥種の最大登録数を超えるまで新たな前記欠陥画像を登
録し、前記最大登録数を超えた場合に新たな前記欠陥画像を登録するか否か判断すること
を特徴とするパターン検査装置。
【請求項１８】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　再検査対象とする欠陥の最大登録数を欠陥種ごとに持ち、前記最大登録数を用いて前記
再検査対象とする欠陥を選択することを特徴とするパターン検査装置。
【請求項１９】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段で検出された欠陥を、前記検出された欠陥の位置の近傍に対応する前記基
準パターンの特徴に基づいてグループ分けを実施することを特徴とするパターン検査装置
。
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【請求項２０】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記基準パターンから、信号強度補正を必要とする線分を抽出して、前記信号強度補正
の量に応じて前記線分の位置を補正すること、もしくは、許容パターン変形量を設定する
ことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のパターン検査装置において、前記信号強度補正を必要とする前記線
分として、対向する線分のうち最も近い線分間の距離が指定値よりも小さい線分もしくは
指定値よりも大きい線分であることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２２】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記データを成す線分の幾何学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分同
士の関係を使用して前記検査対象パターン画像調整に適した領域を抽出することを特徴と
するパターン検査装置。
【請求項２３】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記基準パターンのエッジの射影データと前記検査対象パターン画像のエッジの射影デ
ータを使ってマッチングをすることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２４】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段は、周期性のある前記基準パターンの境界に存在する前記基準パターンを
ユニークパターンとして認識して、前記ユニークパターンを一周期ずらし、前記一周期ず
らしたユニークパターンの近傍に前記基準パターンが存在しない場合に前記一周期ずらし
たユニークパターンをネガティブパターンとして認識して、前記ユニークパターンと前記
ネガティブパターンの少なくとも一つを用いてマッチングをすることを特徴とするパター
ン検査装置。
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【請求項２５】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段は、前記基準パターンから得られた幾何学情報と前記検査対象パターン画
像のエッジから得られた幾何学情報を使用してマッチングを行うことを特徴とするパター
ン検査装置。
【請求項２６】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段は、前記基準パターンの内部に相当する画像の統計量と外部に相当する画
像の統計量とを比較することにより、前記検査対象パターン画像と前記基準パターンとの
マッチングを行うことを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２７】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段は、前記検査対象パターン画像を分割し、前記分割された画像に対応する
前記基準パターンを得て、前記基準パターンの中で最もマッチングに適したものを選択し
、前記選択された基準パターンとこれに対応する前記分割された画像を使用してマッチン
グを実施することを特徴とするパターン検査装置。
【請求項２８】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段は、前工程の影響を受けた前記検査対象パターンの部分と前工程の影響を
受けない前記検査対象パターンの部分とで異なる検査パラメータを使用することを特徴と
するパターン検査装置。
【請求項２９】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査装置であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、
　前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、
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　前記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
　前記検査手段の出力結果として、前記基準パターンのエッジに対応する前記データの情
報を持ち、前記データの情報を使って補正パターンが追加された前記データ、前記データ
を使ったシミュレーションで得られた形状、または、前記データに関連する別のデータの
いずれかと前記検査手段の出力結果とを対応づけることを特徴とするパターン検査装置。
【請求項３０】
　帯電しやすい試料上に形成された検査対象パターンの画像と前記帯電しやすい試料上に
形成された検査対象パターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン
検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターン上にカーボンをコーティン
グし、
　前記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンに荷電
粒子線を走査して前記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象
パターンの画像を得て、
　前記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像
のエッジを検出し、
　前記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンを検査する
ことを特徴とするパターン検査方法。
【請求項３１】
　帯電しやすい試料上に形成された検査対象パターンの画像と前記帯電しやすい試料上に
形成された検査対象パターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン
検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンに荷電粒子線を一度に取得
すべき領域より広範囲に走査して前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パタ
ーンの画像を得て、
　前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像のエッジを検出し、
　前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像のエッジと前記線分
もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前記帯電しやすい試料
上に形成された前記検査対象パターンを検査し、
　前記検査を同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバイスに実施して複
数の検査結果を得て、
　前記複数の検査結果を融合させて検査結果を得ることを特徴とするパターン検査方法。
【請求項３２】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記検査対象パターン画像を生成し、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査し、
　同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバイスに対して同じ検査領域か
ら得られた欠陥情報を得て、前記得られた欠陥情報から繰り返し発生する欠陥を認識する
ことを特徴とするパターン検査方法。
【請求項３３】
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　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記検査対象パターン画像を生成し、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査し、
　複数の前記エッジを用いる検査に適した前記基準パターンを、前記データを成す線分の
幾何学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分同士の関係を使用して抽出す
ることを特徴とするパターン検査方法。
【請求項３４】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記検査対象パターン画像を生成し、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査し、
　欠陥種を前記基準パターンの幾何学情報、前記データの情報、もしくは前記データに関
連するデータの情報を使って決定することを特徴とするパターン検査方法。
【請求項３５】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記検査対象パターン画像を生成し、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査し、
　前記検査手段で検出された欠陥を、前記検出された欠陥の位置の近傍に対応する前記基
準パターンの特徴に基づいてグループ分けを実施することを特徴とするパターン検査方法
。
【請求項３６】
　検査対象パターン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用い
て検査するパターン検査方法であって、
　前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、
　前記検査対象パターン画像を生成し、
　前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、
　前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターン
とを比較することにより、前記検査対象パターンを検査し、
　前記検査結果として、前記基準パターンのエッジに対応する前記データの情報を持ち、
　前記データの情報から前記検査結果に対応する、補正パターンが追加された前記データ
、前記データを使ったシミュレーションで得られた形状、または、前記データに関連する
別のデータのいずれかと対応づけることを特徴とするパターン検査方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　上記目的を達成するために、本発明のパターン検査装置の第１の態様は、検査対象パタ
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ーン画像と前記検査対象パターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパタ
ーン検査装置であって、前記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生
成する生成手段と、前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パタ
ーン画像のエッジを検出する手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もし
くは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検
査する検査手段とを備え、同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバイス
に対して同じ検査領域から得られた欠陥情報を得て、前記得られた欠陥情報から繰り返し
発生する欠陥を認識することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　本発明のパターン検査装置の好ましい態様は、前記複数の半導体デバイスから得られた
前記欠陥情報のうち、少なくとも一つの前記半導体デバイスについては前記検査領域の全
体から前記欠陥情報を得て、それ以外の前記半導体デバイスについては前記全体から得ら
れた欠陥情報にある欠陥が発生した位置の近傍の部分を検査して前記欠陥情報を得ること
を特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　本発明のパターン検査装置の第２の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、複
数の前記エッジを用いる検査に適した前記基準パターンを、前記データを成す線分の幾何
学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分同士の関係を使用して抽出するこ
とを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　本発明の好ましい態様は、前記複数の前記エッジを用いる検査として、直線形状パター
ンの線幅検査、スペース幅検査、平均線幅検査、平均スペース幅検査、曲線形状パターン
の線幅検査、スペース幅検査、平均線幅検査、平均スペース幅検査、もしくは切断・短絡
検査のうち少なくとも一つであることを特徴とする。
　また、本発明の好ましい態様は、前記基準パターンを前記データから抽出する手段が、
検査時の工程に関する前記データの多角形と前記検査時の工程に関連する工程に関する前
記データの多角形との論理演算の結果を使用することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　本発明のパターン検査装置の第３の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、検
査パラメータもしくは検査評価値が検査時の工程に関する前記データの多角形と前記検査
時の工程に関連する工程に関する前記データの多角形との論理演算の結果を使用して得ら
れることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　本発明のパターン検査装置の第４の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データに付加された補正パターンおよび前記データから線分もしくは曲線で表現された基
準パターンを生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像を生成する生成手段と、前
記検査対象パターン画像のエッジを検出する手段と、前記検査対象パターン画像のエッジ
と前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前記検査対
象パターンを検査する検査手段とを備え、前記検査対象パターンが形成された試料に形成
されてはならない前記補正パターンを検査する場合に、前記補正パターンから生成された
前記基準パターンと前記検査対象パターン画像のエッジを対応づけることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　本発明のパターン検査装置の第５の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、分
割された検査領域ごとに統計量を求めて、前記統計量を分布図として表示することを特徴
とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　本発明のパターン検査装置の第６の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
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対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、前
記検査対象パターン画像の生成直後における前記検査対象パターン画像の歪量の検出によ
り、前記基準パターンおよび前記検査対象パターン画像の少なくとも一つが補正されるこ
とを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　本発明のパターン検査装置の第７の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、前
記検査対象パターン画像を生成する生成手段は、予め前記検査対象パターン画像の歪量を
求めておき、前記歪量を用いて、前記検査対象パターン画像を補正することを特徴とする
。
　本発明の好ましい態様は、前記画像歪量として、非線形画像歪量または画像位置に依存
する線幅の変動量であることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　本発明のパターン検査装置の第８の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査してパターン変形量を求め
る検査手段とを備え、前記パターン変形量を大域的パターン変形量と局所パターン変形量
に分離することを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本発明のパターン検査装置の第９の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検査
対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出する
手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パ
ターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、前
記検査対象パターン画像を生成する生成手段は、複数回検査されるべき分割された検査領
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域を決定し、前記複数回検査されるべき分割された検査領域を検査して検査結果を得た後
に、検査中に前記複数回検査されるべき分割された検査領域から再度前記検査結果を得て
、前記予め得た検査結果と前記再度得られた検査結果を使って前記検査対象パターン画像
の時間的変動を補正することを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　本発明のパターン検査装置の第１０の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
欠陥種を前記基準パターンの幾何学情報、前記データの情報、もしくは前記データに関連
するデータの情報を使って決定することを特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　本発明のパターン検査装置の第１１の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
欠陥画像の最大登録数を欠陥種ごとに持ち、新たな前記欠陥画像が検出された場合、新た
な前記欠陥画像が属する前記欠陥種の最大登録数を超えるまで新たな前記欠陥画像を登録
し、前記最大登録数を超えた場合に新たな前記欠陥画像を登録するか否か判断することを
特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　本発明のパターン検査装置の第１２の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
再検査対象とする欠陥の最大登録数を欠陥種ごとに持ち、この最大登録数を用いて前記再
検査対象とする欠陥を選択することを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　本発明のパターン検査装置の第１３の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段で検出された欠陥を、前記検出された欠陥の位置の近傍に対応する前記基準
パターンの特徴に基づいてグループ分けを実施することを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　本発明のパターン検査装置の第１４の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記基準パターンから、信号強度補正を必要とする線分を抽出して、前記信号強度補正の
量に応じて前記線分の位置を補正すること、もしくは、許容パターン変形量を設定するこ
とを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記信号強度補正を必要とする前記線分として、対向する線
分のうち最も近い線分間の距離が指定値よりも小さい線分もしくは指定値よりも大きい線
分であることを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　本発明のパターン検査装置の第１５の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記データを成す線分の幾何学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分同士
の関係を使用して前記検査対象パターン画像調整に適した領域を抽出することを特徴とす
る。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００６３】
　本発明のパターン検査装置の第１６の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記基準パターンのエッジの射影データと前記検査対象パターン画像のエッジの射影デー
タを使ってマッチングをすることを特徴とする。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　本発明のパターン検査装置の第１７の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段は、周期性のある前記基準パターンの境界に存在する前記基準パターンをユ
ニークパターンとして認識して、前記ユニークパターンを一周期ずらし、前記一周期ずら
したユニークパターンの近傍に前記基準パターンが存在しない場合に前記一周期ずらした
ユニークパターンをネガティブパターンとして認識して、前記ユニークパターンと前記ネ
ガティブパターンの少なくとも一つを用いてマッチングをすることを特徴とする。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　本発明のパターン検査装置の第１８の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段は、前記基準パターンから得られた幾何学情報と前記検査対象パターン画像
のエッジから得られた幾何学情報を使用してマッチングを行うことを特徴とする。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　本発明のパターン検査装置の第１９の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
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る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段は、前記基準パターンの内部に相当する画像の統計量と外部に相当する画像
の統計量とを比較することにより、前記検査対象パターン画像と前記基準パターンとのマ
ッチングを行うことを特徴とする。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　本発明のパターン検査装置の第２０の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段は、前記検査対象パターン画像を分割し、前記分割された画像に対応する前
記基準パターンを得て、前記基準パターンの中で最もマッチングに適したものを選択し、
前記選択された基準パターンとこれに対応する前記分割された画像を使用してマッチング
を実施することを特徴とする。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　本発明のパターン検査装置の第２１の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段は、前工程の影響を受けた前記検査対象パターンの部分と前工程の影響を受
けない前記検査対象パターンの部分とで異なる検査パラメータを使用することを特徴とす
る。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　本発明のパターン検査装置の第２２の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パ
ターンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査装置であって、前
記データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成する生成手段と、前記検
査対象パターン画像を生成する生成手段と、前記検査対象パターン画像のエッジを検出す
る手段と、前記検査対象パターン画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準
パターンとを比較することにより、前記検査対象パターンを検査する検査手段とを備え、
前記検査手段の出力結果として、前記基準パターンのエッジに対応する前記データの情報
を持ち、前記データの情報を使って補正パターンが追加された前記データ、前記データを
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使ったシミュレーションで得られた形状、または、前記データに関連する別のデータのい
ずれかと前記検査手段の出力結果とを対応づけることを特徴とする。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　本発明のパターン検査方法の第１の態様は、帯電しやすい試料上に形成された検査対象
パターンの画像と前記帯電しやすい試料上に形成された検査対象パターンを製造するため
に使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記データから線分もし
くは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記帯電しやすい試料上に形成された前記
検査対象パターン上にカーボンをコーティングし、前記コーティングされた帯電しやすい
試料上に形成された前記検査対象パターンに荷電粒子線を走査して前記コーティングされ
た帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像を得て、前記コーティン
グされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像のエッジを検出し
、前記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記コーティングされた帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象パターンを検査する
ことを特徴とする。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　本発明のパターン検査方法の第２の態様は、帯電しやすい試料上に形成された検査対象
パターンの画像と前記帯電しやすい試料上に形成された検査対象パターンを製造するため
に使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記データから線分もし
くは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記帯電しやすい試料上に形成された前記
検査対象パターンに荷電粒子線を一度に取得すべき領域より広範囲に走査して前記帯電し
やすい試料上に形成された前記検査対象パターンの画像を得て、前記帯電しやすい試料上
に形成された前記検査対象パターンの画像のエッジを検出し、前記帯電しやすい試料上に
形成された前記検査対象パターンの画像のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基
準パターンとを比較することにより、前記帯電しやすい試料上に形成された前記検査対象
パターンを検査し、前記検査を同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバ
イスに実施して複数の検査結果を得て、前記複数の検査結果を融合させて検査結果を得る
ことを特徴とする。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　本発明のパターン検査方法の第３の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記検査対象パターン
画像を生成し、前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、前記検査対象パターン画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記検査対象パターンを検査し、同一の前記データに基づいて製造された複数の半導体デバ
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イスに対して同じ検査領域から得られた欠陥情報を得て、前記得られた欠陥情報から繰り
返し発生する欠陥を認識することを特徴とする。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　本発明のパターン検査方法の第４の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記検査対象パターン
画像を生成し、前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、前記検査対象パターン画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記検査対象パターンを検査し、複数の前記エッジを用いる検査に適した前記基準パターン
を、前記データを成す線分の幾何学情報もしくは接するか近接する前記データを成す線分
同士の関係を使用して抽出することを特徴とする。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　本発明のパターン検査方法の第５の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記検査対象パターン
画像を生成し、前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、前記検査対象パターン画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記検査対象パターンを検査し、欠陥種を前記基準パターンの幾何学情報、前記データの情
報、もしくは前記データに関連するデータの情報を使って決定することを特徴とする。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　本発明のパターン検査方法の第６の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記検査対象パターン
画像を生成し、前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、前記検査対象パターン画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記検査対象パターンを検査し、前記検査手段で検出された欠陥を、前記検出された欠陥の
位置の近傍に対応する前記基準パターンの特徴に基づいてグループ分けを実施することを
特徴とする。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　本発明のパターン検査方法の第７の態様は、検査対象パターン画像と前記検査対象パタ
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ーンを製造するために使用するデータを用いて検査するパターン検査方法であって、前記
データから線分もしくは曲線で表現された基準パターンを生成し、前記検査対象パターン
画像を生成し、前記検査対象パターン画像のエッジを検出し、前記検査対象パターン画像
のエッジと前記線分もしくは曲線で表現された基準パターンとを比較することにより、前
記検査対象パターンを検査し、前記検査結果として、前記基準パターンのエッジに対応す
る前記データの情報を持ち、前記データの情報から前記検査結果に対応する、補正パター
ンが追加された前記データ、前記データを使ったシミュレーションで得られた形状、また
は、前記データに関連する別のデータのいずれかと対応づけることを特徴とする。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　次に、検査対象パターン画像から第２のエッジを検出するため、対応する第２の基準パ
ターンをシフト量S1+S2分シフトする。シフトした第２の基準パターンを用いて、検査対
象パターン画像上でプロファイルを求め、第２のエッジを検出する。そして、検出された
第２のエッジとシフトした第２の基準パターンのエッジとを比較することにより、検査対
象パターンを検査する。この第２の検査においても、検出された第２のエッジと第２の基
準パターンのエッジとを比較することにより、パターン変形量を求め、求めたパターン変
形量から欠陥を検出する。パターン変形量の１つとしてシフト量S3が求まる。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５２】
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